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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 61249-5-1
Materialien für Verbindungsstrul<turen - Teil 5: Rahmenspezifil<ationen für ieitfähige Folien und Filme mit und oinne Be-
scinicintungen - Hauptabschnitt 1: Kupferfolien (zur Hersteilung von kupferi<asGhierten Basismateriaiien) (iEC 1249-5-1);
Deutsche Fassung EN 61249-5-1 :1996

DIN EN 62326-1
Leiterplatten - Teii 1: Fachgrundspezifii<ation (iEC 2326-1 :1996); Deutsche Fassung EN 62326-1 :1997

DIN EN 62326-4-1
Leiterplatten - Teii 4: Starre IVIehriagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen - Rahmenspezifii<ation; Hauptabschnitt 1:
Bauartspezifikation zum Nachweis der Befähigung, Anforderungsstufen A, B und C; (IEC 2326-4-1:1996); Deutsche Fas¬
sung EN 62326-4-1 : 1997

DIN IEC 68-2-3
Elektrotechnik - Grundlegende Umweitprüfverfahren; Prüfungen - Prüfung Ca: Feuchte Wärme, konstant; Identisch mit
IEC 68-2-3, Ausgabe 1969 (Stand 1984)

DIN IEC 68-2-20
Elektrotechnik - Grundlegende Umweltprüfverfahren - Prüfgruppe T: Löten; identisch mit IEC 68-2-20 : 1979 (Stand 1987)

DIN IEC 68-2-38
Grundlegende Umweitprüfverfahren - Teil 2: Prüfungen, Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuch¬
te, zyklisch

DIN IEC QC 001002
lEC-Gütebestätigungssystem für Bauelemente der Elektronik (lECQ) - Verfahrensregeln; identisch mit lECQC 001002,
Ausgabe 1986
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Vorwort
Der Text des Schriftstücks 52/655/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von lEC 2326-4, ausgearbeitet von dem lEC TC 52
"Printed circults", wurde der lEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1996-12-09 als
EN 62326-4 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

-�spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung
einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muß (dop) 1997-09-01

-�spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,
zurückgezogen werden müssen�(dow) -

Dieser Teil 4 muß In Verbindung mit EN 62326-1 :1997 und EN 62326-4-1 :1997 angewendet werden.

Anhänge, die als "normativ" bezeichnet sind, gehören zum Norm-Inhalt.

Anhänge, die als "informativ" bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm Ist Anhang ZA normativ und sind die Anhänge A, B und C informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm lEC 2326-4: 1996 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm
angenommen.

Einführung
lEC 2326 gilt für Leiterplatten, die - unabhängig vom Herstellverfahren - bis zur Bestückung fertiggestellt sind.

lEC 2326 ist aufgegliedert In Informationen für den Konstrukteur, die Fachgrundspezifikation, die Rahmenspezifikationen und
Bauartspezifikationen zum Nachweis der Befähigung für das Qualitätsbewertungssystem für Bauelemente der Elektronik
(lECQ) und die Anforderungen für die verschiedenen Leiterplatten-Typen.

1 Anwendungsbereich
Dieser Teil der lEC 2326 gilt für starre Mehrlagen-Leiter¬
platten unabhängig von ihrem Herstellverfahren. Sie bildet
die Grundlage, auf der Vereinbarungen zwischen Hersteller
und Anwender zu treffen sind.

Diese Norm liefert zusätzliche Angaben, die für Leiter¬
platten, welche nach dem lEC-Qualitätsbewertungssystem
für Bauelemente der Elektronik (lECQ) freigegeben werden
sollen, zur Ergänzung der Anforderungen In der Fachgrund¬
spezifikation, lEC 2326-1, erforderlich sind.

Diese Norm schafft einheitliche Anforderungen, legt die zu
beurteilenden Eigenschaften und Prüfverfahren fest, die zur
Bestimmung der Qualitätskonformität (entweder losweise
Kontrolle, Prozeßkontrolle oder periodische Überprüfun¬
gen) anzuwenden sind.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegun¬
gen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der
vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Internationalen Norm waren die
angegebenen Ausgaben gültig. Alle Normen unterliegen der
Überarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf
dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die
Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils neuesten Ausgaben
der im folgenden genannten Normen angewendet werden
können. Die Mitglieder von lEC und ISO führen Verzeichnis¬
se der gegenwärtig gültigen Internationalen Normen.

lEC 68-2-3:1969
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ca: Damp
heat, steady State
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IEC 68-2-20:1979
Environmental testing - Part 2: Tests - Test T: Soldering

IEC 68-2-38:1974
Environmental testing - Part 2: Tests - Test Z/AD:
Composlte temperature/humldlty cyclic tests

lEC/FDiS 1189-3
Test methods for eleotrioal materlals, interoonnectlons
structures and assemblies - Part 3: Test methods for
interconnectlon structures^)

IEC 1249-5-1 : 1995
Materials for Interconnectlon structures - Part 5: Sec-
tlonal Speclfication set for conductive foils and flims
with and without coatings - Section 1 : Copper foiis (for
the manufacture of copper-ciad base materlals)

IEC 2326-1 : 1995
Printed boards - Part 1 : Generic Specification

IEC 2326-4-1
Printed boards - Part 4: Rigid muitliayer printed boards
wIth interlayer connections - Section 1: Capablilty
detail specification: Performance ieveis A, B and C

QC 001002:1986
Rules of Procedure of the iEC Quaiity Assessment Sys¬
tem for Electronic components (iECQ).

3 Allgemeines

Wenn nicht anders festgelegt, sind alle in dieser Norm ab¬
gehandelten Abschnitte und alle aufgeführten Tabellen auf
Leiterplatten anwendbar, die dem lECQ-System entspre¬
chen. Das Verfahren und die Anforderungen müssen
IEC 2326-1 entsprechen.

3.1 Leiterplatten, die die Anforderungen der
genormten Anforderungsstufen (Stufe A, B
oder C) voll erfüllen

Diese Rahmenspezifil<ation (SS) gilt für starre Mehriagen-
Lelterpiatten und dient als Grundlage zur Erstellung einer

-�Bauartspezifikation zum Nachweis der Befähigung
(Cap DS), die für alle Anforderungsstufen (d. h. Stufe A,
B oder C) gilt und die beim Verfahren zur Befähigungs¬
anerkennung eingesetzt wird. Üblicherweise ist es not¬
wendig, daß eine Cap DS zur Verfügung steht, die alle
Anforderungsstufen beschreibt. Eine Cap DS ist von
IEC erstellt worden.

-�Kunden-Bauartspeziflkatlon (CDS) für Leiterplatten,
wie in 7.2 der IEC 2326-1 verlangt. Die CDS muß die
gewählte Anforderungsstufe nach Tabelle 1 dieser
Norm festlegen. Die CDS muß vom Kunden bereitge¬
stellt werden, der auch eine Numerierung nach seinem
eigenen System vornehmen muß.

Als Material zur Herstellung von Leiterplatten darf eine
Kombination von Basismaterialien nach IEC 1249-2-7,
IEC 1249-2-11 oder IEC 1249-2-9 mit Prepreg nach
IEC 1249-4-1 und/oder Kupfer-Folie nach IEC 1249-5-1
und/oder mit dauerhaftem poiymerem Abdeckmaterlai
nach IEC 1249-8-5 verwendet werden.

Tabelle 1 enthält die Eigenschaften, die In die für starre
Mehriagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen wichtigen
Anforderungen eingehen; die Tabelle macht auch Angaben
zu den geeigneten Prüfungen, um diese Eigenschaften zu
bestätigen. Die CDS muß Eigenschaften und Prüfungen aus
dieser Tabelle festlegen.

Wo zusätzliche Angaben für eine Prüfung in der CDS fest¬
zulegen sind, ist das durch ein Sternchen in der entspre¬
chenden Spalte gekennzeichnet. Diese Angaben müssen
dann nach IEC 1189-3 festgelegt werden.

Abschnitt 6 beschreibt die Prüf-Reihenfolge.

1) Zur Zelt Im Stadium eines FDIS

3.2 Leiterplatten mit nicht-genormten
Anforderungen (Anforderungsstufe "X")

Diese Rahmenspezifikation (SS) gilt für starre Mehriagen-
Leiterplatten und dient als Grundlage zur Erstellung einer
Kunden-Bauartspeziflkatlon (CDS) für Leiterplatten, wie 7.2
der IEC 2326-1 verlangt.

Die CDS muß vom Kunden bereitgestellt werden, der auch
eine Numerierung nach seinem eigenen System vornehmen
muß.

Der Kunde trägt die Verantwortung für die Aufsteilung der
Anforderungen nach Tabelle 1 dieser Norm, aber In keinem
Falle darf die Anforderungsstufe niedriger als Stufe A sein.
Wenn ein anderer Faktor zur Beurteilung der Unter¬
nehmensqualität (RMF) gewählt wird, muß die CDS einen
schärferen RMF nach Tabelle 1 der IEC 2326-1 festlegen.

Die zur Herstellung von Leiterplatten verwendeten Materia¬
lien sind in der CDS festzulegen.

Wo zusätzliche Angaben für eine Prüfung in den CDS-Daten
festzulegen sind, ist das mit einem Sternchen In der ent¬
sprechenden Spalte von Tabelle 1 gekennzeichnet. Diese
Angaben sind dann nach IEC 1189-3 festzulegen.

Abschnitt 6 beschreibt die Prüf-Reihenfolge.

4�Befähigungsanerkennung und
Aufrechterhaltung der
Befähigungsanerkennung

Um am lECQ-System teilnehmen zu können, muß der
Lelterplattenherstelier die Befähigungsanerkennung nach
Abschnitt 5 der IEC 2326-1 erhalten.

4.1�Produkt-Befähigung

Um die Produkt-Befähigungsanerkennung zu erhalten, muß
der Hersteller diejenigen in der Cap DS aufgeführten Prüf¬
anforderungen erfüllen, für welche er die Anerkennung er¬
langen will. Die Anerkennung nach Stufe A Ist nur auf die
Anforderungsstufe A beschränkt. Anerkennung nach
Stufe B umfaßt die Anforderungsstufen A und B. Die Aner¬
kennung nach Stufe C umfaßt alle drei registrierten An¬
forderungsstufen (Stufe A, B oder C).

4.2�Prozeß-Befähigung

Für die Prozeß-Befähigung ist 5.5.3 der IEC 2326-1 anzu¬
wenden.

4.3�Aufrechterhaltung der
Befähigungsanerkennung

Der Hersteller muß den Status der anerkannten Befähigung
durch den erfolgreichen Abschluß von Qualltäts-Konfor-
mltätsprüfungen oder gleichwertiger Kontrollen des Pro¬
duktes aufrechterhalten, das durch CDS-Daten nach der
Anforderungsstufe der ursprünglichen Befähigungsaner¬
kennung definiert ist. Falls die CDS-Anforderungen nicht
erfüllt werden, sind Hilfsmaßnahmen zur Korrektur der
Abweichungen zu ergreifen.

Um die Befähigungsanerkennung aufrechtzuerhalten, muß
die Leistungsfähigkeit der Fertigung, wie oben und In 5.8
der IEC 2326-1 ausgeführt, bestätigt werden.

5�Prüflinge

5.1 Leiterplatten, die die Anforderungen für die
genormten Anforderungsstufen (Stufe A, B
oder C) voll erfüllen

Bei den Prüflingen, die als Prüfmuster für den Befähigungs¬
nachweis (CQC) verwendet werden, muß es sich entweder
um eine Befähigungs-Prüfplatte (CTB), eine Mehrfach-An-
ordnung der CTB nach Abschnitt 6 der IEC 2326-4-1 oder
um einen Seriennutzen (PP) mit ähnlichen Prüflingen han-
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dein, die zu Prüfzwecl<en zur Verfügung stehen. Siehe 3.2
der lEC 2326-1 für die Definition der Stufen A, B und C.

5.2 Leiterplatten mit niclit-genormten

Anforderungen (Anforderungsstufe "X")

Als Prüflinge sind Seriennutzen zu verwenden, die geeigne¬
te Leiterbilder aufweisen und die für Prüfzwecl<e zur Verfü¬
gung stehen. Wenn zusätzliche Leiterbiider erforderlich
sind, müssen diese vollständig In der CDS definiert wer¬
den.

6 Prüf-Reihenfolge
Die Prüfungen sind in der unten angegebenen Reihenfolge
der Prüfgruppen durchzuführen. Wenn nicht anders festge¬
legt, Ist die Reihenfolge der Prüfungen Innerhalb einer Prüf¬
gruppe ohne Belang. Die zur Identifizierung verwendeten
Prüf-Schlüssei sind die gleichen wie die In Tabelle 1 ge¬
nannten.

Prüfungen In der laufenden Fertigung

Sichtprüfung der innenleiter;

Sichtprüfung auf Partikel zwischen Innen-

Prüf-Gruppe 1

-�V5.2:
-�V6.2:
leltern;

-�D5.2:

-�D6.2:
lagen.

Prüf-Gruppe
rend)

-�VI:
-�V2:
tung;

-�V3:

Maßprüfung der Leiterbreite auf Inneniagen;

Maßprüfung der Leiterabstände auf Innen-

2: Sicht- und Maßprüfungen (nlcht-zerstö-

Slchtprüfung der Konformität;

Sichtprüfung auf Aussehen und Verarbei-

Lö-Slchtprüfung der durchmetaiilslerten
eher wie angeliefert;

-�V5.1: Sichtprüfung der Außenleiter;

-�V6.1: Sichtprüfung auf Partikel zwischen Außen¬
leitern;

-�V7: Sichtprüfung der dauerhaften Poiymer-Ab-
deckungen;

-�DI: Maßprüfung der Plattenabmessungen (äu¬
ßere Begrenzungen);

-�D2: Maßprüfung der Plattendicke Im Bereich
der Kantenkontakte;

-�D3.1:

-�D4:
Kerben;

-�D5.1:
lagen;

-�D6.1:
lagen;

-�D7.1; Maßprüfung der durchgehenden metalli¬
sierten Löcher;

-�D7.2: Maßprüfung der durchgehenden Löcher
ohne Metallisierung;

-�DB: Maßprüfung der Lagegenauigkeit;

-�D9: Maßprüfung der dauerhaften Polymer-Ab¬
deckungen (ohne MIkroschliff);

-�D10: Maßprüfung der Ebenheit.

Prüf-Gruppe 3: Prüfungen des Oberflächen-Zustandes
(nicht-zerstörend)

-�S1.2: Dicke der Metallisierung
(Kontakt-Flächen)

-�S1.4: Porosität

-�S1.1: Haftung der
Metallisierung,
Klebeband-Verfahren

Maßprüfung der Lochdurchmesser;

Maßprüfung der Schlitze, Ausschnitte und

Maßprüfung der Leiterbreite auf Außen¬

Maßprüfung der Leiterabstände auf Außen-

Prüfilng N -
Reihenfolge;

-�S1.3: Dicke der Metallisierung (keine Kontakt¬
Flächen);

-�S2: Haftung der dauerhaften Poiymer-Abdek-
kung, Klebeband-Verfahren;

-�S4: Beständigkeit gegen Relnigungs- und Fluß¬
mittel.

Prüf-Gruppe 4: Elektrische Prüfungen (nicht-zerstörend)

-�El: Elektrische Funktion;

-�E2: Strombelastbarkelt, durchmetaiilslerte Lö¬
cher;

-�E3: Spannungs-Festigkeit;

-�E6: Charakteristische Impedanz (falls zutref¬
fend).

Prüf-Gruppe 5: Zerstörende Prüfungen

-�V4: Visuelle Prüfung metallisierter Löcher am
MIkroschliff;

-�D3.2: Maßprüfung der Metallislerungs-DIcke
(MIkroschliff);

-�D7.3: Maßprüfung der inneren durch¬
metaiilslerten Löcher (MIkroschliff);

-�D9.3: Maßprüfung der Dicke der Polymer-Abdek-
kung (MIkroschliff);

-�S1.1: Haftung der Metallisierung, Pollerverfahren;

-�S3: Lötbarkeit;

-�E4: Änderung des Widerstandes von durch¬
metaiilslerten Löchern;

-�E5: Isolatlonswiderstand;

-�PI: Abschäikraft;

-�P2: Ausziehkraft von Hülsen metallisierter Lö¬
cher ohne Anschlußfläche;

-�Y1: Delaminierung, Wärmeschock;

-�Y4: Durchmetaiilslerte Löcher nach Vorbehand¬
lung.

7�Qualitätsbewertung
Die CDS muß vollständige Informationen zur Qualitäts-
beurteliung der Leiterplatten gemäß den Anforderungen
nach den genormten Anforderungsstufen enthalten. In den
CDS-Daten muß die passende Stufe der Qualitäts-
Konformltätsprüfung aus Tabelle 1 (Anforderungsstufe A, B
oder C) festgelegt sein.

Bei Leiterplatten mit nicht genormten Anforderungen muß
die geforderte Qualitätsbeurtellung gemäß 7.2.6 der
lEC 2326-1 durchgeführt werden.

Wenn nicht anders festgelegt, können zur Durchführung der
losweisen Prüfungen und der periodischen Prüfungen
Serienpiatten und/oder speziell ausgeführte Prüflinge ver¬
wendet werden.

Werden speziell ausgeführte Prüflinge verwendet, müssen
sie In den Nutzen integriert werden. Ihnen darf das geeig¬
nete Leiterblid der Befählgungs-Prüfplatte nach Ab¬
schnitt 6 der lEC 2326-4-1 zugrunde gelegt werden. Übli¬
cherweise wird eine Absprache zwischen Hersteller und
Abnehmer erforderlich sein.

8�Daten der Kunden-Bauartspezifikation
(CDS)

Die CDS-Daten müssen alle Angaben enthalten, die zur
eindeutigen und vollständigen Definition der Leiterplatte
notwendig sind. Die in lEC 1188-1 gegebenen Empfehlun¬
gen müssen bevorzugt befolgt werden.

Es ist dafür Sorge zu tragen, daß unnötige Anforderungen
vermieden werden. Falls notwendig, sind zulässige Ab¬
maße festzulegen. Wo es hinreichend ist, sind Nennwerte
ohne Maßtoieranzen oder einfache Höchst- bzw. Mindest-
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werte anzugeben. Wo genaue Maßtoleranzen notwendig

sind - nur für gewisse Flächen und Teile der Leiterplatte -

sind sie lediglich auf diese Flächen und Teile anzuwenden

und nur auf diese zu beschränken.

Gibt es verschiedene Möglichkeiten für Darstellung, Tole¬

ranzklassen usw., ist bevorzugt die in lEC 1188-6 gegebe¬

ne Auswahl zu treffen.

Im Falle von Unterschieden zwischen den GDS-Daten und

einer anderen sachdienlichen Norm (z. B. Grund¬

spezifikation, Fachgrundspezifikation oder Rahmenspe¬

zifikation), muß die CDS vorgezogen werden.

9 Eigenschaften von Leiterplatten

Anforderungen für starre Mehrlagen-Leiterplatten mit

Durchverbindungen sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die An¬

forderungsstufen und ihre entsprechenden Bewer¬

tungskriterien bei der Qualitäts-Konformitätsprüfung wer¬

den aufgezeigt (Anforderungsstufen A, B und C). Für Leiter¬

platten mit nicht-genormten Anforderungen (Anforde¬

rungsstufe "X") sind alle Einzelheiten in der CDS zu be¬

schreiben.

Full document details: DIN EN 62326-4:1997-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62326-4-1997-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62326-4-1997-08


Seite 6
EN 62326-4:1997

Tabelle 1: Anforderungen
ANMERKUNG: Die Buchstaben "GR" werden verwendet, um anzuzeigen, daß nur die allgemeinen Anforderungen zu erfüllen
sind. Für die Erklärungen zu den Akronymen, siehe Anhang A.

Besondere Anforderungen
Bewertung

für Anforderungsstufe

Prüf¬

Code
Eigenschaft

Allgemeine

Anforderungen RMF Prüfling Prüf-Nr.
Prozeß¬

kontroll

Code (lEC

2326-1)

A B 0 (lEC

2326-1)

(lEC

2326-4-1)

(lEC

1189-3)

V SICHT-

PRIJFUNG

VI Konformität Strukturen, Beschrif¬

tungen und Material¬

Oberflächen müssen bei

Betrachtung ohne Ver¬

größerung der CDS ent¬

sprechen. Offensichtliche

Fehler sind nicht zulässig.

Wie fest¬

gelegt

Wie fest¬

gelegt

Wie fest¬

gelegt

6,5

4,0

Vollstän¬

dige

PB/DP

3V04 C4

V2 Aussehen und

Verarbeitung

Das Aussehen der

Leiterplatten muß eine

sorgfältige und fachmän¬

nische Herstellung nach

dem Stand der Technik

erkennen lassen.

GR

GR GR

6,5

4,0

Vollstän¬

dige

PB/DP

3V01 C4

V3 Metallisierte

Löcher wie

angeliefert

Metallisierte Löcher

müssen bei Betrachtung

ohne Vergrößerung

sauber und frei von Ein¬

schlüssen sein, die das

Bestücken mit Bauteilen

und die Lötbarkeit beein¬

trächtigen können.

Die Anzahl der Löcher mit

Hohlräumen in der Metal¬

lisierung darf bei Betrach¬

tung ohne Vergrößerung

den angegebenen Pro¬

zentsatz der Gesamtan¬

zahl der metallisierten

Löcher nicht über¬

schreiten.

GR

5 %

GR

1 %

GR

Keine

4,0

2,5

4,0

2,5

Vollstän¬

dige PB

3V04 C4

C2

Löcher, die Die Gesamtfläche der 5% - - 4,0 C2

Hohlräume in Metallisierungs-Hohl¬ - 2% 2% 2,5

der Metalli¬ räume innerhalb eines

sierung zeigen Loches darf den angege¬

benen Prozentsatz der

Gesamtfläche nicht

überschreiten.

Die größte Ausdehnung

der Hohlräume darf in der

Horizontalebene den fest¬

gelegten Prozentsatz des

Lochumfangs oder in

der Vertikalebene den

gleichen Prozentsatz der

Plattendicke nicht

überschreiten.

15%

10% 5%

4,0

2,5

C2

V4 Metallisierte

Löcher nach

Mikroschliff

Metallisierte Löcher

(Stufen B und C)

müssen im Anlieferzu¬

stand geprüft werden und

nach Vorbehandlung

gemäß Prüfung Y4.

Hohlräume dürfen nicht

mit Kupfer auf Innen¬

oder Außenlagen zusam¬

mentreffen.

ANMERKUNG 1: Alle Prü¬

fungen sind bei lOOfacher

Vergrößerung durchzu¬

führen.

ANMERKUNG 2: Als Er¬

satz dieser Prüfung oder

zur Reduzierung des Prüf¬

aufwands dürfen Prozeß¬

Kontrolldaten verwendet

werden.

GR

GR

1,5

1,0

A oder B

(3 Löcher)

3X09 C1

(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Besondere Anforderungen
für Anforderungsstufe

Bewertung

Prüf¬
Code

Eigenschaft
Allgemeine

Anforderungen
A B C

RMF
(lEC

2326-1)

Prüfling
(lEC

2326-4-1)

Prüf-Nr.
(lEC

1189-3)

Prozeß¬

kontroll

Code (lEC

2326-1)

V4.1

V4.2

V4.3

V4.4

Harzver¬

schmierung

an der Grenz¬

fläche

Umlaufende

Risse in der

Verkupferung

Trennung der

Kupferhülse

von der

Lochwand

Kaschierungs-

Risse

Eine Harzverschmierung

zwischen der Kante des

Innenlagen-Kupfers und

der Metallisierung darf

nicht zu einer Unter¬

brechung des elek¬

trischen Durchgangs

führen, oder die Höhe

der Verschmierung an

der Grenzfläche darf den

festgelegten Prozentsatz

der Dicke des Innen¬

lagen-Kupfers nicht über¬

schreiten (siehe Bild 1).

Es dürfen keine umlau¬

fenden Risse im Kupfer

oder eine umlaufende

Ablösung des Kupfers

von der Wand des metal¬

lisierten Loches vorliegen

(siehe Bild 2).

Es darf keine Trennung

der Metallisierung von

der Lochwand auftreten,

ausgenommen eine

Trennung, deren Länge

den festgelegten

Prozentsatz des Loch¬

umfangs nicht über¬

schreitet (siehe Bild 2).

ANMERKUNG: Wo erfor¬

derlich, ist dies durch

Maßprüfung nach Prü¬

fung 3D01 zu bestätigen.

Risse in der Kaschierung

sind nicht zulässig.

<�30%

GR

<�50%

GR

<�15%

GR

<�40%

GR

Keine

GR

< 30%

2,5

1,5

1,0

2,5

1,5

1,0

2,5

1,5

1,0

2,5

1,5

C1

C1

C1

C1

V5

V5.1

Leiter

Außenleiter Es sind weder Risse noch

Unterbrechungen zu¬

lässig. Fehler, wie Löcher

oder Kantenbeschädi¬

gungen, sind zulässig,

vorausgesetzt, daß die

Leiterbreite oder An¬

schlußfläche nicht um

mehr als den festge¬

legten Prozentsatz ver¬

ringert wird (siehe Bild 3).

ANMERKUNG 1: Wenn

erforderlich, ist dies mit

Hilfe der Maßprüfung

3D01 zu überprüfen.

ANMERKUNG 2: Inden

effektiven Kontakt¬

flächen sind keine Fehl¬

stellen zulässig.

ANMERKUNG 3: Die

oben genannten Anfor¬

derungen gelten nicht für

Prüflinge mit temporärer

Lötabdeckung.

< 30%

(kein Er¬

eignis

>10 mm)

< 20%

(kein Er¬

eignis

> 5 mm)

GR

< 10%

(kein Er¬

eignis

> 3 mm)

1,0

4,0

2,5

Vollstän¬

dige PB

3V02 C3

(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Besondere Anforderungen
Bewertung

für Anforderungsstufe

Prüf¬
Code

Eigenschaft
Allgemeine

Anforderungen RMF Prüfling Prüf-Nr.
Prozeß¬

kontroll

Code (IEC

2326-1)

A B C (IEC

2326-1)

(IEC

2326-4-1)

(IEC

1189-3)

Wenn festgelegt, müssen GR _ _ 6,5 Vollstän¬ 3V02 C1

die Leiter mit einem dige PB

glatten und glänzenden - GR - 4,0

Lotüberzug bedeckt sein

mit nicht mehr als 5 % - - GR 2,5

verstreuter Fehlstellen,

wie Nadellöcher und un-

benetzte oder entnetzte

Stellen. Die Fehlstellen

dürfen nicht an einer

Stelle konzentriert sein.

V5.2 Innenleiter Risse und Unterbre¬

chungen sind nicht erlaubt.

Fehler, wie Löcher oder

Kantenbeschädigungen,

vorausgesetzt, daß die

Leiterbreite nicht um

mehr als den festgelegten

Prozentsatz verringert

wird (siehe Bild 3).

ANMERKUNG 1: Wenn

erforderlich, Ist dies mit

Hilfe der Maßprüfung

3D01 zu überprüfen.

ANMERKUNG 2: Diese

Prüfung ist in der laufen¬

den Fertigung durchzu¬

führen.

< 30%

(kein Er¬

eignis

>10 mm)

< 20%

(kein Er¬

eignis

> 5 mm)

< 10%

(kein Er¬

eignis

> 3 mm)

4,0 Vollstän¬

dige PB

3V02 C3

V6 Partikel

zwischen den

Leitern

V6.1 Außenleiter Verbleibende Metallparti¬

kel sind zulässig, voraus¬

gesetzt, daß dadurch

der Kriechweg nicht um

mehr als den festge¬

legten Prozentsatz oder

auf weniger als den¬

jenigen Abstand ver¬

ringert wird, der für iso¬

lierte Bereiche bei den

gegebenen Schaltkreis¬

spannungen erforderlich

ist. Dabei bleiben Leiter¬

Unterätzungen, Kanten¬

rauheiten, Spitzen usw.

unberücksichtigt

(siehe Bild 3).

ANMERKUNG: Wenn

erforderlich, ist dies mit

Hilfe der Maßprüfung

3D01 zu überprüfen.

< 30%

< 30% < 20%

4,0

2,5

Vollstän¬

dige PB

3V02 C3

V6.2 Innenleiter Verbleibende Metallpar¬

tikel sind zulässig, vor¬

ausgesetzt, daß dadurch

der Kriechweg nicht um

mehr als den festge¬

legten Prozentsatz oder

auf weniger als den¬

jenigen Abstand ver¬

ringert wird, der für iso¬

lierte Bereiche bei den

gegebenen Schaltkreis¬

spannungen erforderlich

ist. Dabei bleiben Leiter¬

Unterätzungen, Kanten¬

rauheiten, Spitzen usw.

unberücksichtigt

(siehe Bild 3).

< 30%

< 20% < 10%

4,0

2,5

Vollstän¬

diger PP

3V02 C3

(fortgesetzt)

Full document details: DIN EN 62326-4:1997-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62326-4-1997-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62326-4-1997-08

